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二、摘要、目录、图表

　　半导体材料是整个电子信息产业基础的基础，对整个电子信息产业的发展起着重要的支

撑作用。2006年全球半导体材料的市场规模比上年增加16.9%。从不同领域看，份额最大是占

全体37%的“半导体晶圆”市场，其次是占23%的“封装相关”市场，然后是占12%的“光刻

相关”市场，富士经济预计2012年的材料市场总体将比2006年增加28.0%，达到4.11万亿日元

。按半导体材料市场面向前工序或后工序来看，2006年的前工序材料市场，占半导体材料市

场总体的6成以上，达到2.75万亿日元，后工序材料市场达到1.1346万亿日元。

 

　　虽然日本目前还是全球最大的IC制造国，但从发展来看，随着轻晶圆策略的实施和IDM

与Foundry更多的合作，中国大陆、台湾和东南亚已成为全球半导体产业的主要增长地区。半

导体市场的发展自然带动了相关材料市场的增长。经历了连续3年创纪录的增长后，未来两年

的发展依然看好。2007年Fab材料的增长将为9%，达到240亿美元，封装材料市场将增长13%

，达到166亿美元。市场的增长对材料供应商来说是好消息，但面对原油等原材料价格的上涨

和IC价格下降的双重压力，材料供应商只能是喜忧参半。未来3大引人注目市场是：高介电质

材料、NF3以及各向异性导电薄膜。

 

　　目前，我国半导体支撑材料业的发展很不平衡，与国际高科技产品相比较还存在一些差

距。因此，国内半导体材料企业应该"苦练内功、夯实基础"，不断提高工艺水平，加强技术

创新力度，让产品上档次，满足高端市场的需求。这样才不会忧虑国外厂商大举进入带来的

激烈竞争，更不用担心国外先进技术带来的巨大冲击，反而可以吸引更多的大型厂商进入国

内市场，形成一种良好的竞争机制与环境，促进半导体材料市场的健康发展以及国内电子信

息产业企业的技术进步与产业升级。与半导体产业链上其他环节相比，国家对半导体材料产

业的支持相对较弱，业界在不断呼吁，相关政策应尽快延伸到材料业。
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